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(57) Abstract: The invention concerns a light-emitting diode arrangement comprising at least one high-power light-emitting diode 
(34), this high-power light-emitting diode (34) being mounted on a flexible printed circuit board (10). The light-emitting diode 
arrangement is characterized, above all, by its simple assembly. The invention also concerns a method for producing a light-emitting 
diode arrangement of the aforementioned type. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Leuchtdioden-Anordnung, mit wenigstens einer Hochleistungs-Leuchtdiode 
(34), wobei die Hochleistungs-Leuchtdiode (34) auf eine flexible Leiterplatte (10) montiert ist. Die Leuchtdioden-Anordnung zeich- 
net sich dabei vor allem durch ihre einfache Montage aus. Femer betriffl; die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung solch einer 
Leuchtdioden-Anordnung. 
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Beschreibung 

Leuchtdioden-Anordnung fur eine Hochleistungs-Leuchtdiode und 
Verfahren zur Hers t el lung einer Leuchtdioden-Anordnung 

Diese Pat entanmel dung beansprucht die Prioritat der deutschen 
Patentanmeldung 102004009284.2-33, deren Of f enbarungsgehalt 
hiermit durch Ruckbezug aufgenommen wird. 

Die Erfiridung betrifft eine Leuchtdioden-Anordnung fiir 
Hbchleistungs-Leuchtdioden, die auf eine flexible 
Leiterplatte tnontiert sind. Ferner betrifft die Erfindung ein 
Verfahren zur Herstellung der Leuchtdioden-Anordnung. 

Die Driickschrift DE 199 22 176 Al beschreibt ein auf einem 
Flexboard oberf lachenmohtiertes Leuchtdiodenarray, das auf 
einem Kuhlkorpefr aufgebracht ist. Der Kuhlkorper kann dabei 
jede gewunschte Form aufweisen, so dass Kraft fahrzeugleuchten 
wie Blinker oder dergleichen konstruiert werden konnen, die 
der AuiSenkohtur des Fahrzeugs angepasst werden konnen. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Leuchtdioden- 
Anordnung fur Hochleistungs-Leuchtdioderi anzugeben, die 
besonders leicht zu montieren ist. Ferner ist es Aufgabe der 
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung solch einer 
Leuchtdioden-Anordnung anzugeben . 

Die Aufgaben werden gelost durch die Leuchtdioden-Anordnung 
nach Patentanspruch 1 und ferner durch ein Verfahren zu deren 
Herstellung nach Patentanspruch 31. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von 
Unteranspruchen . 
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Es wird eine Leuchtdioden-Anordnung angegeben, die wenigstens 
eine Hochleistungs-Leuchtdiode aufweist. Die Hochleistungs- 
Leuchtdiode ist dabei auf eine flexible Leiterplatte 
montiert. Unter Hochleistungs-Leuchtdioden versteht man in 
diesem Zusammenhang sogenannte High Power Leuchtdioden, die 
eine Leistungsauf nahme von wenigstens 3 00 mW haben. Die 
typische Leistungsauf nahme fur eine Hochleistungs-Leuchtdiode 
liegt zwischen 1 und 3 W. Ein Beispiel fur solch eine 
Hochleistungs-Leuchtdiode stellt beispielsweise die aus der 
Druckschrift DE 101 17 889 Al bekannte Leuchtdiode dar. 

Aufgrund ihrer relativ hohen Leistungsauf nahme weisen 
Hochleistungs-Leuchtdioden eine starke Warmeabstrahlung auf. 
Die genannte Dragon- Leuchtdiode besitzt daher ein thermisches 
Anschlussteil , das auf einem Montagetrager auf liegt und durch 
das dife beim Betrieb der LED entstehende Warme an den 
Montagetrager abgegeben wird. 

Bei der vorliegenden Leuchtdioden-Anordnung ist der 
Montagetrager durch eine flexible Leiterplatte gegeben. In 
einer bevorzugten Aus fuhrungs form der Leuchtdioden-Anordnung 
wird die Hochleistungs-Leuchtdiode auf die flexible 
Leiterplatte gelotet . Durch den Lotprozess wird die 
Leuchtdiode sowohl elektrisch mit der flexiblen Leiterplatte 
kontaktiert, als auch mechanisch auf der Leiterplatte 
f ixiert . 

Die flexible Leiterplatte enthalt in einer bevorzugten 

Aus fuhrungs form wenigstens eine flexible Tragerschicht . Dabei 

enthalt die flexible Tragerschicht bevorzugt eines der 
folgenden Materialien: Polyimid, Polyethylennaphtalat , 
Polyester, FR4 . Auch andere Materialien konnen fur eine 
Verwendung in der flexiblen Tragerschicht der Leiterplatte 
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geeigriet sein, wenn dabei die Flexibilitat der Leiterplatte 
erhalten bleibt und eine gute Weiterleitung der von der 
Hochleistungs-Leuchtdiode erzeugten Warme durch die 
Tragerschicht gewahrleistet ist , 

Waiter enthalt die flexible Leiterplatte bevorzugt eine 
warmeleitende Schicht . Diese warme leitende Schicht befindet 
sich in thermischem Kontakt mit der Hochleistungs- 
Leuchtdiode . 

Dieser thermische Kontakt kann beispielsweise dadurch 
hergestellt sein, dass das thermische Anschlussteil der 
Hochleistungs-Leuchtdiode auf die warme leitenden Schicht 
gelotet ist. Von dem thermischen Anschlussteil der 
Hochleistungs-Leuchtdiode breitet sich die Warme zunachst in 
der warmeleitenden Schicht aus . AnschlieSend wird die Warme 
groSflachig an die Umgebung abgegeben und beispielsweise von 
der flexiblen Tragerschicht aufgenommen. Ihrerseits leitet 
die flexible Tragerschicht die Warme groSflachig an die 
Umgebung ab . 

Wegen der guten Warmeleiteigenschaf ten von Metall wird fur 
die warmeleitende Schicht bevorzugt ein Metall verwendet . In 
einer besonders bevorzugten Aus fuhrungs form der Leuchtdioden- 
Anordnun^ enthalt die warmeleitende Schicht Kupfer. 

In einer Aus fuhrungs form der Leuchtdioden-Anordnung bef inden 
sich die warmeleitende Schicht sowie die elektrischen 
Leiterbahnen in derselben Ebene der flexiblen Leiterplatte. 
Bevorzugt ist die warmeleitende Schicht eine separate 
Schicht. Das heiiSt, warmeleitende Schicht und elektrische 
Leiterbahnen befinden sich in einer gemeinsamen Ebene der 
flexiblen Leiterplatte, sind aber nicht miteinander 
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verbunden. Insbesondere steht die warmleitende Schicht nicht 
in elektrischem Kontakt mit den Leiterbahnen. Beispielsweise 
steht die warmleitende Schicht in thermischem Kontakt mit 
einem oben beschriebenen thermischem Anschlussteil der 
Leuchtdiode . 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Leuchtdioden- 
Anordnung enthalten die warmeleitende Schicht sowie die 
elektrischen Leiterbahnen das selbe Metall , Wegen seiner 
guteh theirmischen und elektrischen Leitf ahigkeit ist 
beispielsweise Kupfer fur den Einsatz in der warmeleitenden 
Schicht und den elektrischen Leiterbahnen gleichermaSen gut 
geeig'net . 

In einer Ausf uhrungsf orm der Leuchtdioden-Anordnung, ist eine 
der Oberflachen der flexiblen Leiterplatte mit einer 
elektrisch isdlierenden Schicht bedeckt . Bevorzugt enthalt 
die isolierende Schicht Lotstopplack . In einer besonders 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm weist die isolierende Schicht 
Ausnehmungen zur thermischen und elektrischen Kontakt ierung 
der Hochleistungs -Leuchtdiode auf . Durch diese Ausnehmungen 
hindurch kann die Hochleistungs-Leuchtdiode beispielsweise 
thermisch an die warmeleitende Schicht und elektrisch an die 
Leiterbahnen angeschlossen werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der 
Leuchtdioden-Anordnung wird auf die, den Hochleistungs - 
Leuchtdioden abgewandte Seite der flexiblen Leiterplatte eine 
klebemittelhaltige Schicht auf gebracht , Diese 
klebemittelhaltige Schicht wird dabei bevorzugt durch ein 
doppelseitiges Klebeband gebildet, das mit einer seiner 
klebenden Oberflachen so auf die flexible Leiterplatte 
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aufgeklebt wird, dass es die Leiterplatte vollstandig bedeckt 
und an den Randern bundig mit dieser abschlieSt, 

Um ein unbeabsichtigtes Aufkleben der Leiterplatte zu 
verhindern, ist das auf der Leiterplatte befestigte Klebeband 
vorzugsweise mit einer Schutzfolie an seiner freien 
Oberflache versiegelt . Vor einem Aufbringen der Leuchtdioden- 
Anordnung an ihrem . Best immung sort muss diese Schutzfolie 
lediglich abgezogen werden. Mit anderen Worten kann die 
Leuchtdiodenanordnung im Sinne eines Abziehbilds auf ihren 
Bestimmungsort aufgeklebt werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der 
Leuchtdioden-Anordnung enthalt die Schutzfolie dabei einen 
Kunststoff . 

Bevorzugt wird fur die Leuchtdioden-Anordnung eine besonders 
hitzebestandige klebemittelhalt ige Schicht verwendet . Die 
klebemittelhaltige Schicht kann dabei kurzzeitig Temperaturen 
bis zu 250° C unbeschadigt liberstehen. Bei kurzzeitigem 
Erhitzen der klebemittelhaltigen Schicht auf diesen 
Terriperaturwert verliert die klebemittelhaltige Schicht ihre 
haf tende Wirkung nicht . Ein f estes Haf ten der Leuchtdioden- 
Anordnung an ihren Bestimmungsort bleibt also auch bei 
Erhitzen der klebemittelhaltigen Schicht gewahrleistet , 

Besonders bevorzugt ist hierbei eine besonders diinne 
klebemittelhaltige Schicht, die maximal 60 /im dick ist. 
Dadurch ist zum einen gewahrleistet, dass die Leuchtdioden- 
Anordnung insgesamt sehr diinn ist, zum anderen wird die von 
der Hochleistungs-Leuchtdiode an die flexible Leiterplatte 
abgegebene Warme durch eine solch dunne Schicht besonders gut 
geleitet und kann von dort dann an die Umgebung, 
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beispielsweise die Flache, auf welche die Leuchtdioden- 
Anordnung geklebt ist, abgegeben werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausf lihrungsf orm der 
Leuchtdioden-Anordnung ist eine Vielzahl von Hochleitungs- 
Leuchtdioden auf der flexiblen Leiterplatte auf gebracht . 
Dabei werden die Hochleistungs -Leuchtdioden bevorzugt in 
Reihe geschaltet , 

Zu jeder Hochleistungs-Leuchtdiode ist bevorzugt ein Paar von 
Kontaktf lachen vorgegeben, liber das die Hochleistungs-Leucht- 
diode elektrisch kontaktiert werden kann. 

Die Leuchtdioden-Anordnung ist bevorzugt in Abschnitte 
unterteilt, wobei jeder Abschnitt eirie Hochleistungs - 
Leuchtdiode und das zugehorige Paar von Kontaktf lachen 
aufweist. Vorteilhaft werden diese Abschnitte auf der 
Leiterplatte als sich wiederholende, regelmaH-ige Strukturen 
angeordnet . 

in einer besonders bevorzugten Ausf uhrungs form der 
Leuchtdioden-Anordnung sind diese Abschnitte in einer Reihe 
angeordnet. Mit der beschriebenen Anordnung ist es moglich, 
die Gesamtheit der Hochleitungs -Leuchtdioden auf der 
flexiblen Leiterplatte dadurch zu kontaktieren, dass die 
beiden aufiersten Kontaktf lachen- an entgegengesetzten Seite 
der Leuchtdioden-Anordnung- auf der Leiterplatte an eine 
Stromquelle angeschlossen werden. 

Weiter ermoglicht der beschriebene Aufbau der Leuchtdioden- 
Anordnung ein besonders einfaches Zerteilen der Leuchtdioden- 
Anordnung zwischen den Abschnitt en, so dass Teil- 
Leuchtdioden-Anordnungen mit jeweils einer geringeren Zahl 

- 6 - 



wo 2005/083803 



PCT/DE2005/000170 



von Abschnitten als die ursprungliche Leuchtdioden-Anordnung 
entstehen- Auch bei diesen Leuchtdioden-Anordnungen, mit 
einer geringeren Zahl von Hochleistungs-Leuchtdioden, ist es 
moglich, in der beschriebenen Weise jeweils die Gesamtheit 
der Leuchtdioden auf der Anordnung zu kontakt ieren . Ein 
Zerteilen der Leuchtdioden-Anordnung ist dabei so wait 
moglich, dass einzelne Abschnitte mit jeweils einer 
Hochleistungs-Leuchtdiode und einem Paar von Kontakt flachen 
entstehen. Die GroSe der Leuchtdioden-Anordnung und die Zahl 
der Leuchtdioden kann auf diese Weise ihrem Bestimmungszweck 
und den Gegebenheiten des Bestimmungsortes angepasst werden. 
Das heiJSt die Leuchtdioden-Anordnung wird bei spiel sweise an 
die benotigte Leuchtkraft oder den vorhaiidenen Platz 
angepasst . 

Weiter wird eine Beleuchtungseinrichtung, bei der die 
Leuchtdioden-Anordnung auf einen vorgegebenen Kuhlkorper 
aufgebracht ist, angegeben. Vorzugsweise wird die 
Leuchtdioden-Anordnung dabei mit ihrer klebstof f haltigen 
Schicht auf den Kuhlkorper auf geklebt . Durch das Aufkleben 
der Leuchtdioden-Anordnung ist dabei zugleich eine 
mechanische Befestigung der Anordnung aluf dem Kuhlkorper, als 
auch eine thermische Ankopplung der Anordnung an den 
Kuhlkorper gewahrleistet , So wird die von den Hochleistungs- 
Leuchtdioden abgestrahlte Warme beispielsweise zunachst an 
die warmeleitende Schicht abgef lihrt - Von dort wird die Warme 
groSflachig an die flexible Schicht abgegeben. Durch die 
diinne klebemittelhaltige Schicht hindurch wird die Warme dann 
an den Kuhlkorper abgegeben. 

Wegen seiner besonders guten Warmeleitf ahigkeit enthalt der 
Kuhlkorper vorzugsweise ein Metall . In einer Ausf lihrungsf orm 
der Beleuchtungseinrichtung ist der Kuhlkorper Teil eines 
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Leuchtengehauses . In einer besonders bevorzugten 
Ausfiihrungsf orm handelt es sich bei dem Leuchtengehause um 
ein Gehause fur eine Autoinnenbeleuchtung, eine 
Autoriickbeleuchtung, eine Bremsleuchte , einen Blinker, oder 
dergleichen. Die Leuchtdioden-Anordnung passt sich aufgrund 
der flexiblen Leiterplatte an die Form des jeweiligen 
Leuchtengehauses an . 

Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden- 
Anordnung angegeben, Dabei wird zunachst eine 
fclebemittelhaltige Schicht auf die flexible Leiterplatte 
auf gebracht . AnschlieSend werden die Leuchtdioden auf die der 
klebemittelhaltigen Schicht abgewandte Seite der Leiterplatte 
gelotet. Dabei kann das Aufbringen der klebemittelhaltigen 
Schicht vor dem Lotvorgang erfolgen, da ein besonders 
hitzebestandiges Klebemittel Verwendung f indet . Diese 
Reihenfolge des Herstellungsprozesses erweist sich auch 
deshalb als besonders vorteilhaft, da ein Aufbringen der 
klebemittelhaltigen Schicht auf die flexible Leiterplatte 
ohne vormontierte Leuchtdioden besonders einfach erfolgen 
karin, 

Im folgenden wird die hier beschriebene Leuchtdioden- 
Anordnung anhand eines Ausfuhrungsbei spiels und den 
dazugehorigen Figuren naher erlautert - 

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung der Oberflache 
der flexiblen Leiterplatte der Leuchtdioden-Anordnung. 

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der Ebene der 
warmeleitenden Schicht und der elektrischen Leiterbahnen . 
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Figur 3 zeigt eine Schnittansicht durch einen Abschnitt der 
Leuchtdioden-Anordnung , 

Figur 1 zeigt die Oberflache der flexiblen Leiterplatte 10 
der Leuchtdioden-Anordnung unterteilt in sechs Abschnitte 11. 
Figur 1 zeigt dabei die Oberseite der Leiterplatte 10, auf 
welche die Leuchtdioden 34 aufgebracht werden konnen. Die 
Oberflache der flexiblen Leiterplatte 10 ist mit einer 
Isolierschicht 12 bedeckt . In der Isolierschicht 12 befinden 
sich Ausnehmungen durch die hindurch ein Anschluss an die 
elektrischen Anschlussstellen 13, die thermische 
Kontaktf lache 14 urid die elektrischen Kontaktf lachen 15 
moglich ist. 

Das Ausfiihrungsbei spiel einer Leuchtdioden-Anordnung mit 
sechs Abschnitten 11 ist dabei fiicht einschrankend. Vielmehr 
ist eS moglich Leuchtdioden-Anordnungen 10 mit einer 
beliebigen Anzahl von Abschnitten 11 herzustellen . 

Die flexible Leiterplatte 11 weist an ihrer Oberflache eine 
Isolierschicht 12 auf. Die Isolierschicht 12 ist durch eine 
Schicht gegeben, die Lotstopplack enthalt. 

Die elektrischen Anschlussstellen 13 befinden sich unter 
Ausnehmungen der Isolierschicht 12. An den elektrischen 
Anschlussstellen 13 wird eine Hochleistungs-Leuchtdiode mit 
der flexiblen Leiterplatte elektrisch kontaktiert und 
mechanisch befestigt. Elektrische Kontaktierung und 
mechanische Fixierung der Hochleistungs-Leuchtdiode finden 
dabei bevorzugt mittels einer Lotverbindung statt . . 

Die thermische Kontaktf lache 14 befindet sich unter einer 
Ausnehmung der Isolierschicht 12 . An der thermischen 
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Kontaktf lache 14 erfolgt eine thermische Ankopplung der 
Hochleistungs-Leuchtdiode an die warmeleitende Schicht . 
Bevorzugt warden das thermische Anschlussteil der 
Hochleistungs-Leuchtdiode und die warmeleitende Schicht an 
der thermischen Kontaktf lache 14 mittels einer Lotverbindung 
kontaktiert, so dass neben der thermischen Kontakt ierung eine 
zusatzliche mechanische Befestigung der Hochleistungs- 
Leuchtdiode an die flexible Leiterplatte erfolgt. Alternativ 
zur Lotverbindung kann aber auch ein thermisch leitender, 
temperaturstabiler Klebstoff Verwendung finden. 

Uber die elektrischen Kontaktf lachen 15 wird die 
Hochleistungs-Leuchtdiode elektrische kontaktieirt . Dabei kann 
die Gesamtheit aller Leuchtdioden der Leuchtdioden-Anordnung 
kontaktiert werden, indem die beiden auSersten elektrischen 
Kontaktf lachen 15a und 15b an eine Stromquelle angeschlossen 
we r den. 

Die Figur 2 zeigt die Ebene der Leiterplatte 10 mit der 
warmeleitenden Schicht 21 und den elektrischen Leiterbahnen 
22, 23 der flexiblen Leiterplatte 10. 

Uber die thermische Kontaktf lache 14 wird die Hochleistungs- 
Leuchtdiode an die warmeleitende Schicht 21 angekoppelt . Die 
warmeleitende Schicht 21 weist dabei eine besonders groSe 
Flache auf , damit die von der Hochleistungs-Leuchtdiode 
abgegebene Warme groKflachig an die Umgebung abgegeben werden 
kann. Die warmeleitende Schicht 21 steht dabei nicht in 
elektrischem Kontakt zu elektrischen Leiterbahnen 22, 
Kontaktf lachen 15 oder Anschlussstellen 13 . 

Beispielsweise kann die warmeleitende Schicht 21 eine im 
wesentlichen runde Form aufweisen, Beispielsweise nimmt die 
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warmeleitende Schicht 21 wenigstens 60 Prozent der Flache der 
Ebene der Leiterplatte 10 ein, in der sie sich befindet, 
Bevorzugt nimmt sie wenigsten 70 Prozent, besonders bevorzugt 
wenigsten 8 0 Prozent ein. 

Die elektrischen Kontaktf lachen 15 und die elektrische 
Anschlussstellen 13 sind durch erste elektrische Leiterbahnen 
22 miteinander verbunden. Die elektrische Anschlussstellen 13 
sind untereinander durch zweite elektrischen Leiterbahnen 23 
miteinander verbunden. Die warmeleitende Schicht 21 sowie die 
elektrischen Leiterbahnen 22 und 23 konnen dabei das gleiche 
Metal 1 enthalten. Bevorzugt findet dabei wegen seiner guten 
elektrischen und thermigchen Leitf ahigkeit Kupfer Verwendung. 

Der gezeigte' Auf bau der Leuchtdioden-Anordnung ermoglicht es 
dabei, die Leuchtdioden-Anordnung beispielsweise entlang der 
Line C-C^ zu durchtrennen, ohne dass die 

Kont akt i e rungsmogl i chke i t en e inge s chr ankt we r den . Dadur ch 
entstehen in diesem Beispiel zwei Leiterplatten 10, die 
jeweils drei Hochleistungs-Leuchtdioden umfassen. 

Ein elektrischer Anschluss dieser Hochleistungs-Leuchtdioden 
kann wiederum uber eine Kohtaktierung der beiden aufiersten 
Kontaktf lachen an einer Stromquelle erfolgen. Natiirlich ist 
es moglich die Leuchtdiode auch zwischen den anderen 
Abschnitten 11 der Leuchtdioden-Anordnung zu durchtrennen. Es 
ist dabei moglich die Leuchtdioden-Anordnung soweit zu 
zertrennen, dass Leuchtdioden-Anordnungen entstehen, die 
jeweils nur mehr einen Abschnitt 11 mit einer einzigen 
Ho chl e i s t ung s - Leuch t di ode auf we i s en , 

Figur 3 zeigt eine Schnittansicht durch einen Abschnitt 11 
der Leuchtdioden-Anordnung entlang der Schnittlinie A-A^ . 
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Die Leuchtdioden-Anordnung besteht dabei aus einer flexiblen 
Leiterplatte, auf die eine Hochleistungs-Leuchtdiode 34 mit 
ihren elektrischen Anschlussteilen 35 und ihrem thermischen 
Anschlussteil 36 montiert ist. Die flexible Leiterplatte 

umfasst in diesem Aus fuhrungsbei spiel die folgenden 
Schichten: eine Schutzfolie 31, eine klebemittelhaltige 
Schicht 32, eine Tragerschicht 33, die warmeleitende Schicht 
21 und die elektrischen Leiterbahnen 22,23, sowie eine 
Isolierschicht 12, 

An der Unterseite der Leuchtdioden-Anordnung 10 befindet sich 
die Schutzfolie 31, die einen Kunststoff enthalt. Die 
Schutzfolie bedeckt die klebemittelhaltige Schicht 32, Dabei 
schutzt die Schutzfolie 31 die klebemittelhaltige Schicht 32 
einerseits vor einer Verschmutzung, anderseits verhindert sie 
ein unbeabsichtigtes Aufkleben der Leuchtdioden-Anordnung. 
Die Schutzfolie 31 ist dabei so gestaltet, dass sie sich 
leicht, in einem Arbeitschritt von der klebemittelhaltigen 
Schicht 32 abziehen lasst . 

Die klebemittelhaltige Schicht 32 ist im vorliegenden 
Ausf uhrungsbeispiel durch ein doppelseitiges Klebeband 
gegeben. Dieses Klebeband ist zum einen sehr hitzebestandig 
gewahlt, so dass es Temperaturen von bis zu 250 °C 
unbeschadigt liberstehen kann. Zum anderen wird ein sehr 
diinnes Klebeband gewahlt. Im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel 
ist die klebemittelhaltige Schicht 32 lediglich 50 {Xm dick. 
Dadurch ist gewahrleistet , dass die von der Hochleistungs- 
Leuchtdiode 34 abgegebene Warme durch die klebemittelhaltige 
Schicht besonders schnell an die Umgebung abgegeben werden 
kann. 
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Die klebemittelhaltige Schicht 32 ist an der flexiblen 
Tragerschicht 33 bef estigt . Die Tragerschicht 33 enthalt 
dabei vorzugsweise eines der folgenden Material ien : Polyimid, 
Polyethylennaphtalat , Polyester oder FR4 . Dabei ist denkbar, 
dass auch andere Kunststoffe fiir einen Einsatz in der 
Tragerschicht 3 3 in Betracht kommen. Wichtig ist dabei, dass 
die Flexibilitat der Leuchtdioden-Anordnung erhalten bleibt 
und die Tragerschicht 3 3 die beim Betrieb der Hochleistungs- 
Leuchtdiode entstehende Warme gut ableitet . 

Auf die Trageschicht 33 sind die warmeleitende Schicht 21 
und die elektrischen Leiterbahnen 22,23 auf gebracht . Ihnen 
f olgt die Isolierschicht 12 . 

Die Hochleistungs-Leuchtdiode 34 ist an den elektrische 
Anschlussstellen 13 mit ihren elektrischen Anschlussteilen 35 
auf gebracht und somit mit elektrischen Leiterbahnen 22,23 
verbunden. Das thermische Anschlussteil 36 der Hochleistungs- 
Leuchtdiode 34 liegt dabei auf der thermischen Kontaktf lache 
14 auf und ist an ihr auf die warmeleitende Schicht 2l 
gelotet . 

IDie Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der 
Ausfuhrungsbei spiel e beschrankt . Vielmehr umfasst die 
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von 
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in 
den Patentanspruchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal 
Oder diese Kombination selbst nicht explizit in den 
Patentanspruchen oder Ausf uhrungsbeispielen angegeben ist. 
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Patentanspriiche 

1. Leuchtdioden-Anordnung, mit wenigstens einer 
Hochleistungs-Leuchtdiode (34) , wobei die Hochleistungs- 
Leuchtdiode (34) auf eine flexible Leiterplatte (10) montiert 
ist . 

2. ' Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 1, 

bei der die Hochleistungs-Leuchtdiode (34) eine 
Leistungsaufnahtne von wenigstens 300 mW hat. 

3 - Lieuchtdioderi-Anordnung nach den Anspriichen 1 und 2, 
bei der die Hochleistungs-Leuchtdiode (34) auf die flexible 
Leiterplatte (10) gelotet ist. 

4 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 3 , 

bei der die flexible Leiterplatte (10) wenigstens eine 
flexible Tragerschicht (33) enthalt . 

5. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die flexible Tragerschicht (33) wenigstens eines der 
f olgenden Materialien enthalt : Polyimid, 
Polyethylennaphtalat , Polyester, FR4 , 

6. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspriichen 1 bis 5, 
bei der die flexible Leiterplatte (10) eine warmeleitende 
Schicht (21) enthalt, die sich im thermischen Kontakt mit der 
Hochleistungs-Leuchtdiode (34) bef indet . 

7 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 6 , 

bei der die warmeleitende Schicht (21) ein Metall enthalt. 
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8 . Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 6 und 7 , 
bei der die warmeleitende Schicht (21) Kupfer enthalt . 

9. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 6 bis 8, 
bei der die Hochleistungs-Leuchtdiode (34) auf die 
warmeleitende Schicht (21) gelotet ist . 

10. Leuchtdioden-Anordnung nach einem der Anspruchen 1 bis 

bei der die flexible Leiterplatte (10) elektrische 
Leiterbahnen (22) , (23) enthalt, wobei die warmeleitende 
Schicht (21) und die elektrischen Leiterbahnen (22) , (23) sich 
in einer Ebene der flexiblen Leiterplatte (10) befinden. 

11. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 10, 

bei der die warmeleitende Schicht (21) und die elektrischen 
Leiterbahnen (22) , (23) das selbe Metall enthalten. 

12. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 1 bis 11, 
bei der auf eine der Oberflachen der flexiblen Leiterplatte 
(10) eine Isolierschicht (12) aufgebracht ist. 

13. Leuchtdioden-Anordnung, nach Anspruch 12, 

bei der die Isolierschicht (12) Ausnehmungen fur die 
elektrische und thermische Kontaktierung der Hochleistungs- 
Leuchtdiode (34) aufweist. 

14. Leuchtdioden-Anordnung, nach den Anspruchen 12 und 13, 
bei der die Isolierschicht (12) einen Lotstopplack enthalt. 

15. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspruchen 1 bis 14, 
bei der die den Hochleistungs -Leuchtdioden (34) abgewandte 
Seite der flexiblen Leiterplatte (10) eine klebemittelhaltige 

- 15 - 



wo 2005/083803 



PCT/DE2005/000170 



Schicht (32) auf weist . 

16. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 15, 

bei der die klebemittelhaltige Schicht (32) durch ein 
doppelseitiges Klebeband gebildet ist. 

17. Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspriichen 16 oder 16, 
bei der die klebemittelhaltige Schicht (32) bis zu 
Temperaturen von 250°C hit zebestandig ist. 

18- Leuchtdioden-Anordnung nach den Anspriichen 15 bis 17, 
bei der die klebemittelhaltige Schicht (32) maximal 60 jum 
dick ist. 

19. Leuchtdioden-Anordnung nach den Ahspriichen 15 bis 18, 
bei der die klebemittelhaltige Schicht (32) mit einer 
Schutzfolie (31) bedeckt ist. 

20. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 19, 

bei der die Schutzfolie (31) einen Kunststoff enthalt . 

21. Leuchtdioden-Anordnung nach einen der vorhergehenden 
Anspruche , 

bei der eine Vielzahl vori Hochleistungs-Leuchtdioden (34) 
vorgesehen sind, die in Reihe geschaltet sind. 

22. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21, 

bei der zu jeder Hochleistungs-Leuchtdiode (34) ein Paar von 
Kontaktf lachen (15) vorgesehen ist. 

23. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 22, 

die Abschnitte (11) mit jeweils einer Hochleistungs- 
Leuchtdiode (34) und dem zugehorigen Paar von Kontaktf lachen 
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(15) aufweist. 

24, Leuchtdioden-Anordnung nach Anspiruch 23, 

bei der die Abschnitte (11) als sich wiederholende Strukturen 
angeordnet sind. 

25. Leuchtdioden-Anordnung riach Anspruch 24, 

bei der die Abschnitte (11) in einer Reihe angeordnet sind. 

2 6 . Beleuchtungseinrichtung, 

aufweisend eine Leuchtdioden-Anordnung nach einem der 
vorangehenden Anspriiche, wobei ein Kiihlkorper vorgegeben ist, 
auf dem die Leuchtdioden-Anordnung aufgebracht ist. 

27. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 26, 

bei der die Leuchtdioden-Anordnung auf den Kiihlkorper geklebt 
ist . , 

28. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 26 bder 27, 
bei der der Kiihlkorper ein Metall enthalt . 

29. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 26 bis 28, 
bei der der Kiihlkorper Teil eines Leuchtengehauses ist. 

30. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 29, 

bei der das Leuchtengehause das Gehause fur eine der 
folgenden Leuchten ist: Autoinnenbeleuchtung, 
Autoriickbeleuchtung, Bremsleuchte, Blinker . 

31. Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdioden-Anordnung, 
wobei zuerst eine klebemittelhaltige Schicht (32) auf die 
flexible Leiterplatte (10) aufgebracht wird und anschlielSend 
Leuchtdioden (34) auf die der klebemittelhaltigen Schicht 
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(32) abgewandten Seite der flexiblen Leiterplatte (10) 
gelotet warden - 
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